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졸-겔법에 의한 다공성 실리카 구조가 폴리이미드 필름의 유전율에 미치는 영향
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폴리이미드 필름의 산업적 용도는 점진적으로 확대되고 있다. 내열성과 내화학성 등이 우수한

폴리 이미드필름은 휴대폰 및 모바일기기 뿐 아니라 2차전지 부품 소재로 시장을 확대해 나가

고 있다. 최근 5G통신, 차량용 전장기기 증가 등으로 폴리이미드 필름의 우수한 물성에 열전

도도, 저유전율 등의 물성이 확대 요구되고 있다.  
 본 고에서는 열전도도를 높이면서 유전율을 낮추기 위해 폴리이미드 필름을 제조하고 특성을

분석하였다. 열전도도와 유전율을 동시에 만족시키기 위해 졸겔법을 이용하였다. 실리카 입자

가 포함된 다공질 필름을 제조하여 유전율을 낮추고, 그래핀을 적당량 함유하는 최적의 결과

를 얻고자 하였다. 유전율을 낮추면서 필름의 표면 품질을 높이기 위해 sol-gel법을 이용하여

필름을 제조하였다. 졸-겔 프로세스 중 산성도를 제어하여 500㎚ 내외의 실리카 입자를 형성

시켰으며, 필러의 배향성 제어를 위한 변수를 설정하였다. 형성된 실리카 입자의 크기에 따

라  그래핀과의 네트워크 형성 및 배향성으로 유전율과 열전도 특성에 미치는 영향성을 고찰

하였다.
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